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NI Circuit Design Suite

Version 10.0.1

These release notes contain system requirements for NI Circuit Design
Suite 10.0.1, and information about product tiers, new features,
documentation resources, and other changes since Multicap 9.0,
Multisim 9.0, Ultiboard 9.0, and Ultiroute 9.0.

NI Circuit Design Suite includes the following familiar Electronics

Workbench software products: NI Multisim, NI Ultiboard, and the
NI Multisim MCU Module (formerly MultiMCU).
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Installing NI Circuit Design Suite 10.0.1

This section describes the system requirements and installation procedures
for NI Circuit Design Suite.

Minimum System Requirements

To run NI Circuit Design Suite 10.0.1, National Instruments recommends
that your system meet the following requirements:

¢ Windows 2000 Service Pack 3 or later, Windows XP, Vista, or
64-bit Vista

e Pentium 4 class microprocessor or equivalent (Pentium III class
minimum)

* 512 MB of memory (256 MB minimum)
e 1.5 GB of free hard disk space (1 GB minimum)

e Open GL® capable 3D graphics card recommended (SVGA resolution
video adapter with 800x600 video resolution minimum, 1024x768 or
higher preferred)

e To develop custom LabVIEW based instruments for use in Multisim,
LabVIEW 8.2.x or higher is required
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Installation Instructions

The NI Circuit Design Suite 10.0.1 installer installs all products in the suite:
Multisim, Ultiboard, and the Multisim MCU Module.

National Instruments recommends that you close all open applications
before you install NI Circuit Design Suite.

Unless you specify another location during installation, the NI Circuit
Design Suite installation program copies files to <Program Files>\
National Instruments\Circuit Design Suite 10.0 after you
complete the following steps:

1. Insert the NI Circuit Design Suite CD into the CD-ROM drive. If the
CD startup screen is not visible, select Run from the Windows Start
menu and run setup . exe from your CD.

2. Follow the instructions in the dialog boxes.

The NI Circuit Design Suite 10.0.1 installer will also upgrade an existing
NI Circuit Design Suite 10.0 installation to version 10.0.1. An upgrade
installation will preserve all user files and user data in the component
database.

Product Activation

When you run a product in the NI Circuit Design Suite for the first time,
it will prompt you to activate a license for that product.

@ Note To run the Multisim MCU Module, place a component from the MCU Module group
on a Multisim circuit or open a Multisim file that contains a component from the MCU
Module group.

If you do not activate a valid license, the product will run in Evaluation
Mode and continue to prompt you to activate a license on each subsequent
run. Evaluation Mode is valid for 30 days following the first run of the
product.

For information about how to activate your software product, please refer
to the Activation Instructions for National Instruments Products Note to
Users included with your NI Circuit Design Suite 10.0.1 package.
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Changes in Functionality

LabVIEW Instruments Support

NI Multisim 10.0.1 supports LabVIEW instruments created in
LabVIEW 8.2.x or later only. If you have instruments created with
LabVIEW 8.0.x or 8.1.x, you must rebuild them using LabVIEW 8.2.x
or later.

What’s New in NI Circuit Design Suite 10.0.1

Bug Fixes

Localization

Refer to the Readme file at <Program Files>\National
Instruments\Circuit Design Suite 10.0\documentation fora
list of bug fixes in verson 10.0.1:

* Readme_eng.html—English Readme file
¢ Readme_deu.html—German Readme file

* Readme_jpn.html—Japanese Readme file

NI Circuit Design Suite 10.0.1 is localized for English, German, and
Japanese. The language that the software uses by default depends on your
system locale settings.

To change the language the software uses, select Options/Global
Preferences, click on the General tab (Multisim) or General Settings tab
(Ultiboard), select the desired locale from the Language combination box,
and restart the application.

The Support and Upgrade Utility (SUU) is localized for English and
German.

To change the language that SUU uses, select Help/Check for Updates from
either Multisim or Ultiboard to launch SUU, click on the Settings button,
select either English or German from the Language combination box, and
restart SUU.

The following items are not localized, and remain in English:
*  SPICE error messages
e LabVIEW instruments

e Layer names in both NI Ultiboard and the NI Multisim
Spreadsheet View
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Agilent and Tektronix simulated instruments
Sample files

NI Multisim MCU Module: source file names, code/comments within
source files, and compiler/linker messages

The following documentation is localized for English, German, and
Japanese:

Release Notes

Getting Started with NI Circuit Design Suite

What’s New in NI Circuit Design Suite 10.0

This document describes the following new features of NI Circuit Design
Suite 10.0:

Mouse-Click Support for Interactive Parts

Convergence Assistant

Increased Quality and Breadth of the Component Database
Extended SPICE Modeling Capabilities

Enhanced Data Visualization

Extended Analysis Capabilities

Extended Programming and File Management in the MCU Module
Improved Export to Mentor Graphics PADS®

Improvements to Speed and Quality of NI Ultiboard

Advanced Options for Exported Data Interpolation

Miscellaneous Features

Mouse-Click Support for Interactive Components

NI Multisim 10.0 lets you use your mouse to control interactive
components during simulation. You can click on switches to toggle them,
push keypad buttons with the mouse, and adjust the value of the variable
components, such as potentiometers, with a slider bar. You may also
continue to use keyboard controls for these devices.

© National Instruments Corporation
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Convergence Assistant

The Convergence Assistant adjusts simulation settings when a “Time Step
Too Small” error occurs during interactive simulation. The assistant adjusts
the minimum number of parameters required in order to allow convergence
of the simulation. The assistant adjusts the following parameters:

Initial Condition
TMAX

RELTOL
RSHUNT

ITL1

Integration method
GMIN

Nk b=

Increased Quality and Breadth of the Component Database

NI Multisim 10.0 has a number of new additions and improvements to the
component database. These include: around 1,000 new components from
leading manufacturers, generic power simulation parts, new bipolar
sources, a Graphical LCD, single symbol representations of standard logic
components, and improvements to passive components.

New Components from Leading Manufacturers

NI Multisim 10.0 has approximately 1,000 new components with models
from Analog Devices, Texas Instruments, and Linear Technologies. These
additions include symbols, models, and IPC-standard landpatterns.
Components include operational-amplifier, comparator, and voltage
reference models.

Generic Power Simulation Parts

NI Multisim 10.0 includes models for all power simulation parts found in
the “Switch-Mode Power Supply SPICE Cookbook” by Christophe Basso.
These components include Buck, Boost, Buck-Boost, and PWM
controllers. Their models include voltage and current mode controlled
devices, and models for average and detailed transient operation.

Bipolar Sources

New bipolar pulse sources include both current and voltage sources.

Graphical LCD

A Graphical LCD is available for users who purchase the MCU Module in
conjunction with NI Multisim. The command system for the Graphical
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LCD follows the Toshiba T6963C. The graphical LCD is a two-color
device with 256x256 pixel display resolution. This device supports three
modes of operation: text-only, graphics-only, and mixed text and graphics.

Single Symbol Representations of Standard Logic
Components

In addition to the multi-section component representation of standard logic
components such as logic gates and flip-flops, the component database now
includes single symbol representations of common components. These
single-symbol representations show the power and ground pins of these
devices.

Enhancements to Passive Components

You can now change the value of any resistor, capacitor, or inductor placed
on the schematic without replacing it. You can also assign a landpattern to
any passive component. You can assign information about the type of
component, for instance metal-oxide, and this information propagates to
the Bill of Materials. The tolerance of the components is automatically
available for Monte-Carlo and Worst Case analyses, and you can edit the
tolerances in the spreadsheet.

An advanced non-linear inductor model lets you define the inductor
characteristics based on datasheet values.

Extended SPICE Modeling Capabilities

NI Multisim 10.0 introduces enhancements to its SPICE modeling
capabilities, including parameters in SPICE subcircuit models, improved
support of behavioral sources, and support for BSIM 4 parameters.

Parameterized SPICE models

You may now define parameters in the .subcircuit line of SPICE
macro-models in NI Multisim. The definition of parameters is as follows.

.subckt <subckt_name> <node_list> PARAMS: param_name = value, ...

You may then use the parameter name in place of a value in the
macro-model. The value of the parameter is editable in the component
dialog on the schematic.

Improved Support of Behavioral Sources

Behavioral sources now support nested instances of IF statements.
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Support for BSIM 4 Parameters

NI Multisim 10.0 supports the standard BSIM 4 parameters for MOSFET
models. BSIM 4 supports up to 400 parameters. More information about
BSIM 4 is available at http: //www-device.eecs.berkeley.edu/
~bsim3/bsim4.html.

Enhanced Data Visualization

NI Multisim 10.0 includes a number of improvements to the way you
configure and view results. These include: advanced functionality of the
static probes, the ability to add traces to the Grapher after running a
simulation, the ability to display the initial conditions of components on the
schematic, a current probe instrument, and improvements to the memory
and register displays of MCUs.

Advanced Functionality of Static Probes

Placed (static) probes now include a reference designator, which allows
you to select another probe as a reference net. In previous versions of
NI Multisim, all probes referenced ground. You can also use probe
reference designators to select which traces to view in analyses.

Add Traces to Grapher after Running Analyses

You can add traces to the Grapher view after running an analysis and select
what type of data you want NI Multisim to store.

Display Initial Conditions on the Schematic

You can choose to display the initial conditions of capacitors and inductors
on the schematic.

Current Probe Instrument

The current probe instrument is a virtual representation of a real current
probe that connects to an oscilloscope. You connect one end of the probe
to a net on the schematic and the other to the input to an oscilloscope. You
can set the ratio of amps to volts displayed on the instrument. Note that the
units remain in volts on the oscilloscope.
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Enhanced Analysis Capabilities

NI Multisim 10.0 now allows you to evaluate more expressions before and
after running analyses. The definitions of the expressions are:

1. avg(X)—Running average of the vector X
2. avg(X, d)—Running average of the vector X over d

3. envmax(X, n)—Upper envelope of the vector X where n is the number
of points on either side of a peak that must be less than the value for a
peak to be identified

4. envmin(X, n)—Lower envelope of the vector X where n is the number
of points on either side of a peak that must be less than the value for a
peak to be identified

grpdelay(X)—Group delay of X with results in seconds
rms(X)—Running RMS average of vector X

integral(X)—Running integral of vector X

® =N W

sgn(X)—The sign or signum of a real number. It is —1 for a negative
number, 0 for the number zero, and 1 for a positive number.

Extended Language Support and File Management in the MCU Module

The MCU Module, formerly MultiMCU, is now available to the
professional market. This module supports C-code in addition to Assembly
language. It has a code manager that lets you use multiple files to define the
operation of the microcontrollers in the design. You can have header files
and use libraries. You can also load in externally assembled binary files and
view them in disassembled format.

Improved Export to Mentor Graphics PADS®

You can export NI Multisim schematics to Mentor Graphics PADS®. The
exported netlist file follows the Mentor Graphics specification. Every

NI Multisim component includes generic landpatterns, which means you
can transfer without dropping any nets and then select the appropriate
landpattern once in PADS. You can also map your existing PADS
landpatterns to the components in NI Multisim.

Improvements to Speed and Quality of NI Ultiboard

NI Ultiboard 10.0 contains enhancements to the quality of the product that
include improvements to the speed of trace-placment and the ability to

select whether or not to plate through-holes. Exported Gerber files do not
contain mosaics in the polygons. Quality improvements in the landpatterns
include: pin mappings from symbols to IC pin-outs and landpattern shapes
and sizes in the database. All new landpatterns now follow IPC standards.
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Advanced Options for Exported Data Interpolation

When exporting simulation data from NI Multisim to other NI data formats
such as LVM or TDM files, you can choose the interpolation technique that
best suits the signal. You can also control the interpolation method used
when sending simulation data to NI LabVIEW based instruments running
inside of NI Multisim. The interpolation methods include:

*  Coerce
¢ Linear Interpolation

*  Spline Interpolation

Miscellaneous Features

Some of the other features added to the new suite include Unicode
character support and NI installation and license management.

Unicode Characters

All products in NI Circuit Design Suite 10.0 now support Unicode
characters. This feature allows you to use Cyrillic and Asian fonts inside
the products.

NI Installation and License Management

All products in NI Circuit Design Suite adhere to the standard method used
to install and activate National Instruments software. You can activate the
software automatically via the internet, or manually via a web browser,
phone call, or email.

Product Tier Details

The following lists the schematic capture functionality available in
Multisim Base, Full, and Power Pro editions:

Functionality Base Full Power Pro
Customizable GUI X X X
Modeless part placement X X X
and wiring

Fast retrieval parts bins

User defined fields

Advanced symbol editor

R I e
R I e e
R I e e

Auto and manual wiring
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Functionality Base Full Power Pro
Virtual wiring by X X X
node name
Fast auto-connect passives X X X
Rubber banding on part
move
Replace multiple X X X
components at once
Bus-Vector connect X X X
Project manager X X X
Hierarchical design X X X
Multisheet design X X X
Circuit annotations X X X
Comments on schematic X X X
Electrical rules check X X X
Title block editor X X X
Forward/Back annotation X X X
Export to Mentor PADS X X X
layout
Advanced search X X X
Variant support X
Spreadsheet view X
Design constraints X
Zoom to selected part X
Pin and gate swap X
Customizable BOM X
Advanced reports X
Cross-probing with X
Ultiboard
ERC scope setting X
Mark no-connect pins X
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Functionality Base Full Power Pro

Database import/export X

Component database Partial Partial Complete

The following lists the simulation functionality available in Multisim Base,
Full, and Power Pro editions:

Functionality Base Full Power Pro
Interactive simulator X X X
Fully mixed-mode X X X
A/D simulation
Standard SPICE X X X
3X5/XSPICE
Enhanced model X X X
support
PSPICE model X X X
simulation*

Speed/Accuracy X X X
tradeoffs

Simulation Advisor X X X
Convergence Assistant X X X
Virtual, interactive, X X X

animated parts

Mouse click support for X X X
interactive parts

Measurement Probes X X X
Component Wizard X X X
NI measurement data X X X

file sources

NI measurement data X X X
file export

NI LabVIEW VIs as X X
instruments and sources

Simulation Profiles X X
Postprocessor X X
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Functionality Base Full Power Pro
Expressions in analyses X X
Add traces to Grapher X X
post analyses
Rated components X X
Insert faults into X X
components
Op-Amp Wizard X
555 Timer Wizard X
Filter Wizard X
CE Amplifier Wizard X
Model makers X
Switch mode power X
supply generics
RF Design Module X
Nested sweeps X
C-Code modeling X
Virtual Instruments 4 15 22
Analyses 0 15 19
Simulated Agilent 0 1 3
instruments
Simulated Tektronix 0 0 1
instrument
Multisim MCU module Add On Add On Add On
* Does not support all PSpice syntax

The following lists the layout functionality available in Ultiboard Full and
Power Pro editions:

Functionality Full Power Pro
Gridless Follow-me placement X X
Push and Shove part placement X X
Push and Shove trace placement X X
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Functionality Full Power Pro
Real-time & from copper ratsnest X X
Auto-alignment X X
Real-time polygon update X X
with voiding
Keep-in/Keep-out areas X X
Forward/Backward annotation X X
Real-time DRC X X
Jump to Error X X
64 layers and 1 nanometer X X
resolution
Polar Grids X X
Customizable layer viewing X X
Split power-planes X X
Comprehensive Footprint Wizard X X
Enhanced 3D visualization X X
with print
Full screen mode X X
Gerber, DXF, IPC-D-356A, X
SVG output
Dimensions on PCB and X X
Landpatterns
Dimensions in Database Manager X X
User annotations X X
Net bridges X X
3D visualization inside circuit X
board
Turn off ratsnest for selected nets X
Load and save technology files X
Cross-probing with Multisim X
Variant Support X
Component Placement Sequencer X
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Functionality Full Power Pro

Place components in array X

Unplace all components X

>~

Ruler bar alignments and
measurements

Save PCB Design as a component

Permanent grouping

Pin & gate swapping

Gridless Connection Machine

MU| | X |

High-speed constraint driven
layout

Multiple clearances

Net topology choices

Equispace trace support

Differential Impedance Calculator

Transmission Line Calculator

Microvias

Test point insertion

Automatic tear-dropping

Pin necked trace support

Automatic jumper insertion

UL PR D D R X X R X X X

Copy Route & Replica Place
functions

=

In-place footprint editor
Mechanical CAD

Export 3D info in 3D IGES, X
DXF formats

=

Copper amount report X

Test point report X

Number of pins supported 1,400 Unlimited

Spreadsheet view Limited Complete
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The following lists the autorouting functionality available in Ultiboard Full
and Power Pro editions:

Functionality Full Power Pro
Autoplacement X X
Pin & gate swapping X X
Fully customizable cost factors X X
Progressive Routing X X
Interactive autorouting X X
Constraint driven routing X X
Follows keep-in/keep-out criteria X X
Manual pre-placement: X X
components, vias, traces
Auto Block Capacitor recognition X X
SMD mirroring X X
Net shielding X X
Automatic testpoint insertion X X
Trace rubberbanding X X
Advanced BGA fan-out X
Topology: shortest, daisy chain, X
star
Prioritize routing order X
Route an individual net X
Automatic bus routing X
Differential Pair routing X
Group autoplace X
Group autoroute X
Optimization X
Pin number limit 1,400 Unlimited
Maximum number of layers 4 64
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Documentation

NI Circuit Design Suite 10.0.1 includes a complete documentation set
featuring printed and electronic resources for your reference.

The following printed and electronic resource is available:

*  Getting Started with NI Circuit Design Suite Guide

The following electronic resources are available in PDF files:
e Multisim User Guide

e Multisim Component Reference Guide

*  Multisim MCU Module User Guide

e Ultiboard User Guide

To access the User Guides, select Start»All Programs»National
Instruments»Circuit Design Suite 10.0»Documentation and then select
the file of interest.

The following online help files are available from the installed software
Help menu and from the Start Menu:

e  Multisim Professional Edition Help File
»  Ultiboard Help File

To access the Help Files, select Start»All Programs»National
Instruments»Circuit Design Suite 10.0»Documentation and then select
the file of interest.

The following online help files are available from the installed software
Help menu:

*  Component Reference Professional Edition Help File
e Multisim Symbol Editor Help File
*  Multisim Title Block Editor Help File

Documentation Updates

*  The English version 10.0 release notes have been replaced by trilingual
(English, German, Japanese) release notes for version 10.0.1.

*  The English Getting Started with NI Circuit Design Suite Guide has
been replaced by a trilingual edition for version 10.0.1.

All other user guides and the help files remain in English only.
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NI Multisim Documentation Notes

*  The Language combination box has been moved from the Paths tab in
the Preferences dialog box to the General tab. If you change the
Language, you must restart NI Multisim for all dialog boxes to reflect
the new setting.

e If you have existing code models built in earlier versions of
NI Multisim, you must recompile them with the new include files
installed with 10.0.1 before they will work. Refer to the help file for
complete information on code modeling.

e NI Multisim 10.0.1 supports LabVIEW instruments created in
LabVIEW 8.2.x or later only. If you have instruments created with
LabVIEW 8.0.x or 8.1.x, you must rebuild them using LabVIEW 8.2.x
or later.

NI Ultiboard Documentation Notes

*  The Language combination box has been moved from the Paths tab in
the Preferences dialog box to the General Settings tab. If you change
the Language, you must restart NI Ultiboard for all dialog boxes to
reflect the new setting.

e The IPC-D-356A Netlist, 3D IGES, NC Drill, and Scaleable Vector
Graphics file formats accessed from the Export dialog box do not
support non-ASCII characters in the file name. If you enter a unicode
character for the file name in the Save dialog that appears after you
click Export, a message appears advising you that the file name is
incompatible with the file format. If you continue, the file may not be
able to be opened by some software, or may be corrupt when opened.
We recommend that you select a compatible file name before you save
the file.

* In the Attribute tab of the Attribute Properties dialog box, you can
select either Line font, or Windows font. If you choose Windows font,
be sure that you select a Unicode font that includes the characters that
you require. Characters that are not available in the selected Windows
font will appear as boxes.

National Instruments, NI, ni.com, and LabVIEW are trademarks of National Instruments Corporation. Refer to the Terms of Use section on
ni.com/legal for more information about National Instruments trademarks. Other product and company names mentioned herein are
trademarks or trade names of their respective companies. For patents covering National Instruments products, refer to the appropriate location:
Help»Patents in your software, the patents . txt file on your CD, or ni . com/patents.

© 2006-2007 National Instruments Corporation. All rights reserved. 374478B Jun07
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VERSIONSHINWEISE ZUR PROFESSIONAL EDITION

NI Circuit Design Suite

Version 10.0.1

Diese Versionshinweise enthalten Systemanforderungen fiir die NI Circuit
Design Suite 10.0.1 sowie Informationen iiber Produktversionen, neue
Funktionen, Dokumentationsressourcen und weitere Anderungen seit
Multicap 9.0, Multisim 9.0, Ultiboard 9.0 und Ultiroute 9.0.

NI Circuit Design Suite enthilt die folgenden bereits bekannten Software-

produkte von Electronics Workbench: NI Multisim, NI Ultiboard und das
NI Multisim MCU Modul (friiher MultiMCU).
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Installieren der NI Circuit Design Suite 10.0.1

Dieser Abschnitt enthilt eine Beschreibung der Systemanforderungen
sowie Hinweise zur Installation der NI Circuit Design Suite.

Minimale Systemanforderungen

Um die NI Circuit Design Suite 10.0.1 problemlos ausfiihren zu kénnen,
sollte Thr System die folgenden Voraussetzungen erfiillen:

¢ Windows 2000 mit mindestens Service Pack 3, Windows XP, Vista
oder 64-Bit Vista

e Mikroprozessor der Pentium-4-Klasse oder gleichwertig (mindestens
Pentium-3-Klasse)

* 512 MB Arbeitsspeicher (mindestens 256 MB)
* 1,5 GB freie Festplattenkapazitit (mindestens 1 GB)

*  Open GL® fihige 3D-Grafikkarte empfohlen (Videoadapter mit
SVGA-Auflosung mit einer Videoauflosung von mindestens 800x600,
Empfohlen wird 1024x768 oder besser)
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¢ Um benutzerdefinierte Instrumente auf Basis von LabVIEW zur Ver-
wendung in Multisim zu erstellen, ist mindestens LabVIEW 8.2.x
erforderlich

Installationsanweisungen

Das Installationsprogramm der NI Circuit Design Suite 10.0.1 installiert
die Produkte Multisim, Ultiboard und das Multisim MCU Module.

Es wird empfohlen, vor Installation der NI Circuit Design Suite alle geoff-
neten Anwendungsprogramme zu schliefen.

Nach Abschluss der nachfolgenden Schritte kopiert das Installationspro-
gramm der NI Circuit Design Suite die Dateien nach
<Programmdateien>\National Instruments\Circuit Design
Suite 10.0.

1. Legen Sie die CD der NI Circuit Design Suite in das CD-ROM-Lauf-
werk ein. Falls kein CD-Startbildschirm erscheint, wihlen Sie
Ausfiihren aus dem Windows-Startmenii und dann setup . exe von der
CD.

2. Befolgen Sie die Anweisungen in den Dialogfeldern.

Das Installationsprogramm der NI Circuit Design Suite 10.0.1 aktualisiert
auch eine existierende NI Circuit Design Suite 10.0 auf 10.0.1. Bei der
Aktualisierung werden alle Anwenderdaten und -dateien in der Bauteilda-
tenbank beibehalten.

Produktaktivierung

Bei der erstmaligen Ausfiihrung eines Produktes der NI Circuit Design
Suite fordert Sie das Programm dazu auf, fiir dieses Produkt eine Lizenz zu
aktivieren.

Hinweis Um das Multisim MCU Modul auszufiihren, ist ein Bauelement aus der
MCU-Modulgruppe in eine Multisim-Schaltung einzufiigen oder eine Multisim-Datei zu
offnen, die ein Bauelement der MCU-Modulgruppe enthilt.

Wenn Sie keine giiltige Lizenz aktivieren, wird das Produkt lediglich im
Evaluierungsmodus ausgefiihrt und wird weiterhin bei jeder nachfolgenden
Ausfiihrung nach der Lizenz fragen. Nachdem das Produkt erstmalig aus-
gefiihrt wurde, gilt der Evaluierungsmodus fiir die Dauer von 30 Tagen.

Informationen dariiber, wie Sie Thr Softwareprodukt aktivieren kénnen,
befinden sich in den Aktivierungsanweisungen fiir National
Instruments-Produkte, die dem NI Circuit Design Suite 10.0.1-Paket bei-
gefiigt wurden.
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Anderungen an den Programmfunktionen

Unterstiitzung von LabVIEW-Instrumenten

NI Multisim 10.0.1 unterstiitzt nur LabVIEW-Instrumente, die in
LabVIEW 8.2.x oder hoher erstellt wurden. Wenn ein Instrument mit
LabVIEW 8.0.x oder 8.1.x erstellt wurde, muss dieses mit LabVIEW 8.2.x
oder hoher neu kompiliert werden.

Neue Funktionen der NI Circuit Design Suite 10.0.1

Behohene Probleme

In der Readme-Datei Readme_deu.html unter <Programme>\
National Instruments\Circuit Design Suite 10.0\
documentation finden Sie eine Liste der in Version 10.0.1 behobenen
Probleme.

Lokalisierung

Die NI Circuit Design Suite 10.0.1 gibt es auf Englisch, Deutsch und Japa-
nisch. Die Voreinstellung der Sprache hédngt von der Spracheinstellung
Thres Betriebssystems ab.

Um auf eine andere Sprache umzustellen, wihlen Sie “Optionen/Allge-
meine Einstellungen”, klicken auf die Registerkarte “Allgemein”
(Multisim) oder “Allgemeine Einstellungen” (Ultiboard), wihlen die
gewiinschte Sprache aus und starten die Anwendung neu.

Das Support and Upgrade Utility (SUU) ist in die Sprachen Englisch und
Deutsch iibersetzt.

Zum Wechseln der Sprache des SUU wihlen Sie “Hilfe/Nach Updates
suchen” aus dem Menii von Multisim oder Ultiboard, klicken auf die
Schaltfldche “Einstellungen”, wihlen die gewiinschte Sprache aus und
starten das SUU neu.

Die folgenden Komponenten liegen in Englisch vor:
*  SPICE-Fehlermeldungen
e LabVIEW-Instrumente

* Lagennamen sowohl in der Spreadsheet-Ansicht von NI Ultiboard als
auch in NI Multisim

e Simulierte Instrumente von Agilent und Tektronix

*  Beispieldateien
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e NI Multisim MCU-Modul: Namen von Quelldateien, Code/Kommen-
tare in Quelldateien und Kompiler-/Linker-Meldungen

Die folgenden Dokumente gibt es auch auf Deutsch:
*  Versionshinweise

e Erste Schritte mit der NI Circuit Design Suite

Neue Funktionen der NI Circuit Design Suite 10.0

Dieses Dokument beschreibt die folgenden neuen Funktionen der
NI Circuit Design Suite 10.0:

*  Unterstiitzung fiir interaktive Teile per Mausklick

*  Konvergenzassistent

*  Erhohte Qualitit und erweiterter Umfang der Bauelement-Datenbank
*  Erweiterte SPICE-Modellierungsfihigkeiten

*  Verbesserte Datenvisualisierung

* Erweiterte Analysefihigkeiten

*  Erweitertes Programmier- und Dateimanagement im MCU-Modul

e Verbesserter Export nach Mentor Graphics PADS®

*  Verbesserungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Qualitit von
NI-Ultiboard

*  Erweiterte Optionen fiir die Interpolation exportierter Daten

e Verschiedene Programmfunktionen

Bedienung von Bauteilen per Mausklick

Mit NI Multisim 10.0 konnen Sie interaktive Bauelemente wihrend der
Simulation mit Threr Maus bedienen. Sie konnen Schalter betitigen,
Tastaturknopfe mit der Maus driicken und die Werte verschiedener Bauele-
mente, wie z.B. Potentiometer, mit einem Schieberegler verdndern.
Auflerdem konnen Sie auch weiterhin die Tastatur zur Steuerung dieser
Geriite verwenden.

Konvergenzassistent

Der Konvergenzassistent nimmt Einstellungen an der Simulation vor,
wenn die Fehlermeldung “Zeitschritt zu klein” wihrend einer interaktiven
Simulation auftritt. Der Assistent stellt die minimale Anzahl an Parametern
ein, die erforderlich ist, um eine Simulationskonvergenz zu ermoglichen.
Der Assistent stellt folgende Parameter ein:

1. Anfangsbedingung
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Integrationsverfahren

2. TMAX

3. RELTOL
4. RSHUNT
5. ITL1

6.

7.

GMIN

Erhohte Qualitat und erweiterter Umfang der Bauelement-Datenbank

Die Bauelement-Datenbank in NI Multisim 10.0 wurde in vieler Hinsicht
erweitert und verbessert. So gibt es ca. 1000 neue Bauelemente fiihrender
Hersteller, generische Bauteile zur Leistungssimulation, neue bipolare
Quellen, eine grafische LCD-Anzeige, Einzelsymbolwiedergaben logi-
scher Standardbauelemente und Verbesserungen passiver Bauelemente.

Neue Bauelemente fiihrender Hersteller

NI Multisim 10.0 verfiigt iiber etwa 1000 neue Bauelemente mit Modellen
von Analog Devices, Texas Instruments und Linear Technologies. Dazu
gehoren auch Symbole, Modelle und IPC-Standard-Footprints. Zu den
Bauelementen gehoren operative Verstéirker, Komparator und
Spannungs-Referenzmodelle.

Generische Bauteile zur Leistungssimulation

NI Multisim 10.0 schlie3t Modelle fiir alle Bauteile zur Leistungssimula-
tion ein, die aus dem “Switch-Mode Power Supply SPICE Cookbook” von
Christophe Basso hervorgehen. Zu diesen Bauelementen gehdren Auf-
warts-, Abwarts-, Aufwirts-/Abwirts sowie PWM-Steuerelemente. Deren
Modelle schlieBen spannungs- und strommodusgesteuerte Gerite mit ein
sowie Modelle fiir durchschnittliche und detaillierte
Ubergangsoperationen.

Bipolare Quellen

Neue bipolare Impulsquellen schlieen sowohl Strom- als auch Span-
nungsquellen mit ein.

Grafische LCD-Anzeige

Eine grafische LCD-Anzeige steht allen Anwendern zur Verfiigung,
welche die MCU-Module zusammen mit NI-Multisim erwerben. Das
Befehlssystem fiir die Anzeige folgt dem Toshiba T6963C. Die grafische
LCD-Anzeige ist zweifarbig und hat eine Pixelauflésung von 256x256.

Das Gerit unterstiitzt drei Betriebsmodi: “nur Text”, “nur Grafiken” und
“Text und Grafiken gemischt”.
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Darstellung der einzelnen Symbole logischer
Standardbauelemente

Zusitzlich zu der aus mehreren Abschnitten bestehenden Darstellung der
logischen Standardbauelemente, wie z.B. logische Gatter und Flip-Flops,
verfiigt die Bauelementdatenbank nun auch iiber Darstellungen der einzel-
nen Symbole von Bauelementen. Diese Einzelsymboldarstellung stellt die
Leistungs- und Masseanschlussstifte dieser Gerite dar.

Verbesserungen passiver Bauelemente

Es ist nun moglich, die Werte beliebiger Widerstinde, Kondensatoren oder
Induktoren zu verdndern, ohne diese dabei auf der Schaltung ersetzen zu
miissen. Aulerdem konnen passiven Bauelementen nun ebenfalls Foot-
prints zugewiesen werden. Sie konnen Informationen zum Bauelementtyp,
z.B. Metalloxid, hinzufiigen, und diese Information wird dann der Stiickli-
ste zuginglich gemacht. Die Toleranzen der Bauelemente sind automatisch
fiir Monte-Carlo- und Worst-Case-Analysen verfiigbar, und Sie knnen
diese Toleranzen im Arbeitsblatt bearbeiten.

Ein erweitertes, nicht-lineares Induktormodell ermoglicht Thnen die Festle-
gung der Induktorcharakteristiken auf Basis von Datenblattwerten.

Verhesserte SPICE-Modellierung

Die SPICE-Modellierung in NI Multisim 10.0 wurde verbessert, z.B. durch
Parameter in SPICE-Teilschaltungsmodellen, verbesserte Unterstiitzung
von Funktionen fiir Verhaltensursachen sowie der Unterstiitzung von
BSIM 4-Parametern.

Parameterisierte SPICE-Modelle

Sie kénnen nun erstmals auch Parameter in der Teilschaltungsleitung der
SPICE-Makromodelle in NI Multisim definieren. Die Parameter werden
wie folgt definiert.

.subckt <subckt_name> <node_list> PARAMS: param name = Wert, ...

Der Parametername kann dann anstelle des Wertes im Makromodell ver-
wendet werden. Der Wert des Parameters kann im Bauelementdialogfeld
auf der Schaltung bearbeitet werden.

Verhesserte Unterstiitzung von Funktionen fiir
Verhaltensursachen

Die Angaben zu Verhaltensursachen unterstiitzen nun auch verschachtelte
Instanzen von IF-Meldungen.
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Unterstiitzung fiir BSIM 4-Parameter

NI Multisim 10.0 unterstiitzt die Standard-BSIM 4-Parameter fiir
MOSFET-Modelle. BSIM 4 unterstiitzt bis zu 400 Parameter.

Weitere Informationen iiber BSIM 4 sind abrufbar unter
http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/bsim4.html.

Verbesserte Datenvisualisierung

NI Multisim 10.0 verfiigt iiber eine Reihe von Verbesserungen des Verfah-
rens zur Konfiguration und Darstellung von Ergebnissen. Dazu gehoren:
erweiterte Funktionalitét der statischen Tastkdpfe; die Fihigkeit, dem Dia-
gramm nach Beginn einer Simulation noch Leiterbahnen hinzuzufiigen; die
Fahigkeit, die Anfangsbedingungen der Bauelemente der Schaltung anzu-
zeigen; ein Strom-Tastkopf, sowie Verbesserungen des Speichers und der
Registeranzeige von MCUs.

GroBerer Funktionsumfang statischer Tastkdpfe

Platzierte (statische) Tastkopfe verfiigen nun auch iiber einen Referenzbe-
zeichner, der es Ihnen ermoglicht, einen anderen Tastkopf als ein
Referenznetz auszuwihlen. In vorherigen Versionen von NI Multisim
waren alle Tastkopfe mit Masse verkniipft. AuBerdem konnen Sie mit Tast-
kopf-Referenzbezeichnern angeben, welche Leiterbahnen in Analysen zu
sehen sein sollen.

Hinzufiigen von Leiterbahnen zu Diagrammen nach
Analysen

Sie haben nun die Moglichkeit, Leiterbahnen auch nach Ausfiihrung von
Analysen der Diagrammansicht hinzuzufiigen und konnen festlegen, wel-
cher Datentyp von NI Multisim abgespeichert werden soll.

Anzeige von Anfangszustanden auf der Schaltung

Sie konnen festlegen, ob die Anfangszustinde von Kondensatoren und
Induktoren auf der Schaltung angezeigt werden sollen.

Strom-Abtastkopf

Der Strom-Abtastkopf stellt die virtuelle Version eines echten
Strom-Abtastkopfes dar, der an einen Oszillographen angeschlossen wird.
Sie konnen das eine Ende des Abtastkopfes mit dem Netz der Schaltung
verbinden und das andere Ende mit dem FEingang am Oszillographen. Es
lasst sich das auf dem Instrument angezeigte Ampere-/Voltverhiltnis ein-
stellen. Bitte beachten Sie, dass die Einheit auf dem Oszillographen in Volt
angegeben ist.
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Erweiterte Analysefunktionen

NI Multisim 10.0 ermoglicht es IThnen nun, noch mehr Ausdriicke vor und
nach Ausfiihren der Analyse auszuwerten. Die Definitionen der Ausdriicke
lauten:

1.  avg(X) — Ausfiihrungsmittelwert Vektor X
2. avg(X, d) — Ausfithrungsmittelwert X iiber d

3. envmax(X, n) — Oberer Bereich Vektor X dabei bezeichnet n die
Anzahl an Punkten auf beiden Seiten eines Spitzenwertes; dieser muss
geringer sein als der zu ermittelnde Spitzenwert

4. envmax(X, n) — Unterer Bereich Vektor X dabei bezeichnet n die
Anzahl an Punkten auf beiden Seiten eines Spitzenwertes; dieser muss
geringer sein als der zu ermittelnde Spitzenwert

grpdelay(X) — Gruppenverzdgerung von X mit Ergebnis in Sekunden
rms(X) — Ausfithrung RMS-Mittelwert Vektor X
integral(X) — Ausfiihrung Integral von Vektor X

® =N

sgn(X) — Zeichen oder Signum einer reellen Zahl. So steht —1 fiir eine
negative Zahl, O fiir die Zahl Null und 1 fiir eine positive Zahl.

Erweiterte(s) Sprachunterstiitzung und Dateimanagement im
MCU-Modul

Das MCU-Modul, ehemals MultiMCU, steht nun dem professionellen
Markt zur Verfiigung. Dieses Modul unterstiitzt neben der Assemblerspra-
che auch den C-Code. Es verfiigt iiber einen Code-Manager, der die
Verwendung mehrerer Dateien zuldsst, um auf diese Weise den Betrieb der
Mikrocontroller im Entwurf festzulegen. Sie konnen auf Headerdateien
und Bibliotheken zugreifen. Sie sind aulerdem in der Lage, extern erstellte
Binirdateien zu laden und im disassemblierten Format anzusehen.

Verbesserter Export in Mentor Graphics PADS®

Sie konnen nun NI Multisim-Schaltungen nach Mentor Graphics PADS®
exportieren. Die exportierte Netzlistendatei passt sich den Mentor-Gra-
phics-Spezifikationen an. Jedes NI Multisim-Bauelement verfiigt auch
tiber generische Footprints, d.h., Sie konnen ohne Netzverlust transferieren
und dann in PADS den passenden Footprint wihlen. Weiterhin besteht die
Moglichkeit, den Bauelementen in NI Multisim vorhandene PADS-Foot-
prints hinzuzufiigen.
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Verbesserungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Qualitdt von
NI-Ultiboard

NI Ultiboard 10.0 weist eine verbesserte Produktqualitit auf. Dazu gehoren
die Geschwindigkeit des Platzierens von Leiterbahnen sowie die Fihigkeit
Durchkontaktierungen zu beschichten oder nicht. Exportierte Ger-
ber-Dateien enthalten keine Mosaike in den Poylgonen. Zu den qualitativen
Verbesserungen der Footprints gehdren: Anschlussstiftzuordnung von den
Symbolen zu den IC-Anschlussstiften sowie Formen und Groien von Foot-
prints in der Datenbank. Alle neuen Footprints erfiillen nun die
IPC-Normen.

Erweiterte Optionen fiir die Interpolation exportierter Daten

Beim Export von Simulationsdaten aus NI Multisim in andere NI Datenfor-
mate wie z.B. LVM- oder TDM-Dateien ist es moglich, die fiir das Signal
am besten geeignete Interpolationstechnik auszuwéhlen. Sie konnen aufler-
dem das Interpolationsverfahren steuern, das bei der Ubertragung von
Simulationsdaten an Instrumente, die innerhalb von NI Multisim auf Basis
von NI LabVIEW ausgefiihrt werden, zur Anwendung kommt. Zu diesen
Interpolationsverfahren gehoren:

e Anpassen
* Lineare Interpolation

*  Splineinterpolation

Verschiedene Programmfunktionen

Zu den weiteren neuen Funktionen der Reihe gehoren die Unterstiitzung
von Unicode, die NI-Installation sowie das Lizenzmanagement.

Unicode-Zeichen

Samtliche Produkte der NI Circuit Design Suite 10.0 unterstiitzen nun auch
Unicode. Diese Funktion ermoglicht es Thnen, kyrillische und asiatische
Zeichen zu verwenden.

NI Installation und Lizenzmanagement

Séamtliche Produkte der NI Circuit Design Suite entsprechen den Standard-
verfahren zur Installation und Aktivierung von National- Instruments-
Software. Sie haben die Moglichkeit, die Software automatisch tiber das
Internet zu aktivieren oder manuell iiber den Webbrowser, per Telefon oder
per E-Mail.
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Hinweise zu dieser Ausgabe

Im Folgenden sehen Sie eine Auflistung der Schaltungserfassungsfunktio-
nen in der Base-, Full- und Power-Pro-Version von Multisim:

Funktion Base Full Power Pro
Konfigurierbare X X X
Bedienoberfliache
Bauteilplatzierung und X X X
Verdrahtung mit
automatischer
Modusumschaltung
Schneller Zugriff auf X X X
Bauelemente in den
Bauelementwerkzeug-
leisten
Benutzerdefinierte Felder X X X
Erweiterter Symboleditor X X X
Automatische und X X X
manuelle Verdrahtung
Virtuelle Verdrahtung per X X X
Knotennamen
Schnelles Verbinden X X X
passiver Bauelemente
“Gummibandverbindun- X X X
gen” beim Verschieben von
Bauelementen
Gleichzeitiges Ersetzen X X X
mehrerer Bauelemente
Bus-Vektorverbindungen X X X
Projekt-Manager X X X
Hierarchische X X X
Schaltungsentwicklung
Schaltungen auf mehreren X X X
Arbeitsblittern
Schaltungshinweise X X X
Schaltungskommentare X X X
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Funktion Base Full Power Pro
Priifung auf Einhaltung X X X
der elektrischen
Schaltungsregeln
Titelblock-Editor X X X
Ubertragung der X X X
Beschriftung zwischen
Multicap und Ultiboard
in beiden Richtungen
Export in Mentor- PADS- X X X
Layout
Erweiterte Suche X X X
Versionsunterstiitzung X
Ansicht als Tabellen- X
kalkulationsdokument
Entwicklungs- X
einschriankungen
Markierten Bereich X
heranzoomen
Tausch von Anschlussstift X
und Gatter
Frei konfigurierbare X
Stiickliste
Erweiterte X
Berichterstellung
Querpriifung mit Ultiboard X
ERC- Oszillographen- X
einstellung
Markierung freier X
Anschlussstifte
Datenbankimport/-export X
Bauelement-Datenbank Teilweise | Teilweise Vollstindig

Im Folgenden werden alle Simulationsfunktionen in der Base-, Full- und
Power-Pro-Version von Multisim aufgefiihrt:
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Funktion Base Full Power Pro
Interaktiver Simulator X X X
Kombinierte Simulation X X X
analoger und digitaler
Bauelemente
StandardméBiges X X X
SPICE 3X5/XSPICE
Erweiterte X X X
Modellunterstiitzung
PSPICE- X X X
Modellsimulation*®
Moglichkeit zu X X X
Kompromissen in
Bezug auf
Geschwindigkeit und
Genauigkeit
Simulation Advisor X X X
Konvergenzassistent X X X
Virtuelle, interaktive X X X
und animierte
Bauelemente
Unterstiitzung fiir X X X
interaktive Teile per
Mausklick
Mess-Tastkopfe X X X
Bauelement-Assistent X X X
NI-Messdaten- X X X
Dateiquellen
NI-Messdaten- X X X
Dateiexport
NI LabVIEW VIs als X X
Instrumente und
Quellen
Simulationsprofile X X
Postprozessor X X
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Funktion Base Full Power Pro
Nutzung von X X
Ausdriicken in
Analysen
Hinzufiigen von X X
Leiterbahnen zu
Diagramm-Analysen
Nennwert-Bauelemente X X
Fehler in Bauelemente X X
einbauen
Operationsverstirker- X
assistent
555-Timer-Assistent X
Filterassistent X
CE-Verstirker-Assistent X
Modellgeneratoren X
“Switch mode power X
supply generics”

HF-Modul X
Linear variable X
Verschachtelungspara-

meter

Modellierung von X
C-Code

Virtuelle 4 15 22
Messinstrumente

Analysen 0 15 19
Simulierte Instrumente 0 1 3
von Agilent

Simuliertes 0 0 1
Tektronix-Instrument

Multisim MCU-Modul Add-on Add-on Add-on
* Unterstiitzt nicht jede PSpice-Syntax

Im Folgenden werden die Layoutfunktionen in der Full- und
Power-Pro-Version von Ultiboard aufgefiihrt:
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Funktion Full Power Pro

Platzierungsverfahren “Follow X X
Me” ohne Raster

Funktion “Push & Shove” zur X X
Bauteilplatzierung

Platzieren von Leiterbahnen mit X X
Hilfe der Funktion “Push and

Shove”

Echtzeitfunktionen und Funktion X X

“From Copper Ratsnesting”

Automatisches Ausrichten X X

Echtzeitaktualisierung von X X
Polygonen mit Anordnung
kupferloser Flichen

Mit Bauelementen und X X
Leiterbahnen belegbare und
freizuhaltende Bereiche

Ubertragung der Beschriftung X X
zwischen Multicap und Ultiboard
in beiden Richtungen

Priifen auf Einhaltung der X X
Entwicklungsrichtlinien in Echtzeit

Springen zur fehlerhaften Stelle X X
64 Lagen und Auflosung von 1 nm X X
Polarnetz X X
Kundenspezifische Lagenansicht X X
Aufgeteilte Speisungsschichten X X
Leistungsfihiger Footprint-Wizard X X
Erweiterte 3D-Visualisierung mit X X
Druckfunktion

Vollbildschirmdarstellung X X
Ausgabe der Daten im Gerber-, X X

DXF-, IPC-D-356A- und
SVG-Format
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Funktion Full Power Pro

Abmessungen von Leiterplatte und X X
Footprint

Abmessungen im Datenbank- X X
Manager

Anwenderkommentare X X
Netzankniipfungspunkte X X
3D-Visualisierung innerhalb der X
Leiterplatte

Ausschalten von “Ratsnets” X

ausgewdhlter Netze

Laden und Speichern von X
Technologiedateien

Querpriifung mit Multisim X
Versionsunterstiitzung X
Funktion “Component Placement X
Sequencer”

Gruppenweises Platzieren von X
Bauelementen

Umplatzierung aller Bauelemente X
Linealausrichtung und Messungen X
Leiterplattenentwurf als X
Bauelement speichern

Permanentes Gruppieren X
Austauschen von Anschlussstiften X
und Gattern

Rasterlose Leiterbahnsuche X
Moglichkeit zum Entwickeln von X

Leiterplattenlayouts auf der Basis
der Verwendung von
Hochgeschwindigkeitslogik

Multiple Freirdume X

Auswahl der Netztopologie X
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Funktion Full Power Pro
Equispace-Leiterbahn- X
unterstiitzung
Rechner fiir differentielle X
Impedanz
Rechner fiir Ubertragungsleitung X
Mikrodurchkontaktierungen X
Einfiigen von Testpunkten X
Automatisches Generieren X
tranenformiger Verstiarkungen
zwischen Lotaugen und
Leiterbahnen
Unterstiitzung von Leiterbahnen X
mit abgeknickten Segmenten zu
Anschlussstiften
Automatisches Einsetzen von X
Steckbriicken
Funktionen “Copy Route” und X
“Replicate Place”

Funktion “In-Place Footprint X
Editor”

CAD-Funktionen fiir die X
Entwicklung mechanischer

Elemente

Export von 3D-Info in 3D IGES, X
DXF-Formate

Berechnung des Kupferbedarfs X
Testpunktbericht X
Mobglichkeit zum Begrenzen der 1400 Unbegrenzt
Anzahl von Anschlussstiften

Ansicht als Tabellenkalkulations- Begrenzt Vollstiandig
dokument

© National Instruments Corporation
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Im Folgenden sind die Funktionen zur automatischen Leiterbahnfiihrung in
der Full- und der Power-Pro-Version von Ultiboard aufgelistet:

Funktion Full Power Pro
Automatisches Platzieren X X
Austauschen von Anschlussstiften X X

und Gattern

Voll konfigurierbare X X
Kostenfaktoren

Progressive Leiterbahnfiihrung X X
Interaktive automatische X X
Leiterbahnfiihrung

Leiterbahnsuche unter X X

Berticksichtigung von
Entwicklungsrichtlinien

Folgt den Kriterien der X X
belegbaren/freizuhaltenden

Bereiche

Manuelles Vorplatzieren: X X
Bauelemente,

Durchkontaktierungen,

Leiterbahnen

Automatische Erkennung von X X
Blockkondensatoren

Spiegeln von SMD-Bauelementen X X
Abschirmen von Netzen X X
Automatisches Einsetzen von X X
Testpunkten

“Gummiband”’-Leiterbahnen X X
Erweitertes BGA-Fanout X
Topologie: kiirzestmogliche X
Leiterbahnlidnge, sternférmige

Leiterbahnfiihrung und Verkettung

der Leiterbahnen

Priorisierung der Leiterbahn- X

fiihrungsreihenfolge
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Funktion Full Power Pro
Leiterbahnfiihrung eines einzelnen X
Netzes
Automatische Leiterbahnfiihrung X
fiir Busse
Automatische Leiterbahnfiihrung X
symmetrischer Leitungspaare
Automatisches Platzieren von X
Gruppen
Automatische Leiterbahnfiihrung X
von Gruppen
Moglichkeit zur automatischen X
Optimierung des Leiterplatten-
layouts
Moglichkeit zum Begrenzen der 1,400 Unbegrenzt
Anzahl von Anschlussstiften
Moglichkeit zum Begrenzen der 4 64
maximalen Anzahl von Lagen

Dokumentation

Zur NI Circuit Design Suite 10.0.1 gehort eine umfassende
Dokumentation.

Das folgende Dokument ist in gedruckter und in elektronischer Form
verfiligbar:

Erste Schritte mit der NI Circuit Design Suite

Die folgenden Dokumente liegen elektronisch als PDF-Dateien vor:

Benutzerhandbuch zu Multisim

Bauelementehandbuch zu Multisim

MCU-Modul-Benutzerhandbuch zu Multisim

Benutzerhandbuch zu Ultiboard

Um die Benutzerhandbiicher zu 6ffnen, wihlen Sie unter Start»
Alle Programme»National Instruments»Circuit Design Suite 10.0»
Dokumentation die gewiinschte Datei aus.

© National Instruments Corporation
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Die folgenden Online-Hilfedateien sind tiber das installierte Hilfemenii der
Software und iiber das Startmenii verfiigbar.

e  Hilfedatei zur Professional Version von Multisim
e Hilfedatei zu Ultiboard

Um die Hilfedateien zu 6ffnen, wihlen Sie unter Start»
Alle Programme»National Instruments»Circuit Design Suite 10.0»
Dokumentation die gewiinschte Datei aus.

Die folgenden Online-Hilfedateien sind iiber das installierte Hilfemenii der
Software verfiigbar:

o Hilfedatei zur Professional Version mit Bauelemente-Ubersicht
*  Hilfedatei zum Symbol-Editor von Multisim

e  Hilfedatei zum Titelblock-Editor von Multisim

Aktualisierung der Dokumentation

* Die englischen Versionshinweise fiir die Version 10.0 wurden in der
Version 10.0.1 durch eine dreisprachige Ausgabe (Englisch, Deutsch
und Japanisch) ersetzt.

*  Das englische Dokument “Erste Schritte mit der NI Circuit Design
Suite” wurde durch eine dreisprachige Ausgabe fiir die Version 10.0.1
ersetzt.

Alle anderen Dokumente und die Hilfedateien verbleiben in Englisch.

Hinweise zur Dokumentation fiir NI Multisim

* Im Dialogfeld fiir die Voreinstellungen wurde das Feld fiir die
Spracheinstellungen von der Registerkarte “Pfade” zur Registerkarte
“Allgemein” verlegt. Wenn die Sprache geédndert wird, muss Multisim
neu gestartet werden, damit alle Dialogfelder auf die neue Sprache
umgestellt werden.

¢ Wenn Sie Code-Modelle von fritheren Multisim-Versionen besitzen,
miissen Sie diese mit den neuen Include-Dateien der Version 10.0.1
neu kompilieren. Weitere Informationen iiber Code-Modellierung
finden Sie in der Hilfe.

e NI Multisim 10.0.1 unterstiitzt nur LabVIEW-Instrumente, die in
LabVIEW 8.2.x oder hoher erstellt wurden. Wenn ein Instrument mit
LabVIEW 8.0.x oder 8.1.x erstellt wurde, muss dieses mit
LabVIEW 8.2.x oder hoher neu kompiliert werden.
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Hinweise zur Dokumentation fiir NI Ultiboard

* Im Dialogfeld fiir die Voreinstellungen wurde das Feld fiir die
Spracheinstellungen von der Registerkarte “Pfade” zur Registerkarte
“Allgemeine Einstellungen” verlegt. Wenn die Sprache geédndert wird,
muss Ultiboard neu gestartet werden, damit alle Dialogfelder auf die
neue Sprache umgestellt werden.

e Die IPC-D-356A-Netzliste, 3D IGES, NC-Bohrformate und Dateifor-
mate fiir Scaleable Vector Graphics, auf die das Export-Dialogfeld
zugreift, unterstiitzt keine nicht-ASCII-Zeichen im Dateinamen. Falls
im Dialogfeld zum Speichern von Dateien ein Unicode-Zeichen im
Dateinamen angegeben wird, erscheint eine Mitteilung dariiber, dass
der Dateiname nicht mit dem Dateiformat kompatibel ist. Sollten Sie
dennoch fortfahren, kann die Datei unter Umstidnden nicht mehr geoft-
net werden oder erscheint beschiadigt, wenn sie geoffnet wird. Es wird
empfohlen, fiir die Speicherung einen kompatiblen Dateinamen
auszuwdhlen.

* Auf der Registerkarte “Attribut” des Dialogfelds “Attributeigenschaf-
ten” kann entweder Zeilenschriftart oder Windows-Schriftart
ausgewihlt werden. Wenn Sie Windows-Schriftart verwenden, sollten
Sie sicherstellen, dass Sie eine Unicode-Schriftart verwenden, die alle
benotigten Zeichen umfasst. Zeichen, die nicht im ausgewihlten
Windows-Schriftsatz enthalten sind, werden als Késtchen dargestellt.

National Instruments, NI, ni.com und LabVIEW sind Marken der Firma National Instruments Corporation. Nahere Informationen zu den Marken von
National Instruments finden Sie im Abschnitt Terms of Use unter ni . com/1legal. Sonstige hierin erwéhnte Produkt- und Firmenbezeichnungen
sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen. Nahere Informationen iiber Patente auf Produkte von National Instruments finden Sie
unter Hilfe»Patente in lhrer Software, in der Datei patents. txt auf lhrer CD oder unter ni . com/patents.

© 2006-2007 National Instruments Corporation. Alle Rechte vorbehalten. 374478B Jun07



|
7A2xyariRIYI-R/—b

NI Circuit Design Suite

N—=>3>»10.0.1

ool Y —R/—kIZIE NI Circuit Design Suite 10.0.1 D> X7 A
B, WREICETSIEHR. FREE. FFa AV MY X,
Multicap 9.0. Multisim 9.0. Ultiboard 9.0. &L Ultiroute 9.0 LIB&D
ZTOMODEENEEHEINTNET,

NI Circuit Design Suite IZ(&. Electronics Workbench V7 b = 7 &
g T®H S NI Multisim,. NI Ultiboard. & & NI Multisim MCU €2 21—
)L (IB& MCU) DEENTNET,

Z P

NI Circuit Design Suite 10.0.1 Z4 2 A b —JLT Do 2
BN RTAEMH s s 2
AR B ZIVDFNE oo ssssssssssssssssssssssssssssnes 3
BIRDT T T A L i 3

B EAUIEREBE s 4
LADVIEW FHEIZEDH 7R = B oiiiiinnsnnssssssssssssssssssssssssssssssnnns 4

NI Circuit Design Suite 10.0.1T DFTHRIEBE ... 4
TEIE EAUIZ/ND s s 4
A= U E = T2 s, 4

NI Circuit Design Suite 10.0 DFTFRBERE ... 5
WMEXIVAR—KEDTTRI Uy IHR=B s 5
UWERT LRGP i ssssssssssssssssssssssssssssssssssons 6
MELAEADR—F Y ST —IR—RORBEE LR v 6

FEABETTICEDFRIA R =R M 6
BN Z AL 3 VBB s 6
INATR= T = R s 6
T 7 4D LCD s ssssssssssnns 7
ZEBEBE IR PDI TV U RIVRIR s 7
BIESNIZZEN T DR =K Mo, 7
FEAEENFZ SPICE BT U Y THERE ..o svvssecsssssssssssssssssssinnes 7
INTA—=FIEENTZ SPICE BT IV o 7
BIESNIZITENY —RD YR b s 8
BSIM A /8T A—F DHIR— B iiiiissssssssssisssssssisnins 8
1
¢ NATIONAL

’ INSTRUMENTS



BLEUIET =FBBIL s 8

BILENIZRI T 4 v O TO—THEEE s 8
Xalb— a3 RFTRICISTZICIV—REEMT S 8

E SR DFERRM ZRINT D oo 8
B T O — T ETIZR ettt s 8

B S UCBRATEEEE ..o 9
MCU B a—/ID#ELEINIESBIR—bBLUVT7 7 M IER....Q
bt E 7= Mentor Graphics PADS AND I AR— B~ i, 9
MA_E L7= NI Ultiboard D3R & FRE .iissssssissssssssssssssnns 9
IORAR=bPENET—FRHBDOLERA T2 32 i, 10
FDRDEEEE ... s ssare s 10
UNICOAE ST visrissssisessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssnns 10

Nl A VAR=ILBELVTA T REE ..o 10
BB D FEMR .ot s 10
R A 2 B i 16
TITT=RENERFDZAU D i 17

NI MUHSIM [ZEET D A o, 17

NI Uiboard IZBIT B A E .o, 18

NI Circuit Design Suite 10.0.1 24 XA =)V T 5

Z Mt o3 >Tld NI Circuit Design Suite D AT ABHELUA >~
AM=IVAEICDWTEHEALET,

RN AT LEH

FafIA 2 RYIALYTIE NI Circuit Design Suite 10.0.1 £ %47
TRRTLADBUTOEREH/ L TNS I LE#HELET,

Windows 2000 Service Pack 3 LA, Windows XP. Vista. £7=(3
64 Ev ik Vista

Pentium 4 2 S AN Ao A7 Aty Y £ (EEA%E (Pentium il &
SRLLE)

512 MB DA E U #E (F/) 256 MB)

15GBDN—RTF4 ROUEERE (&R 1GB)

OpenGLMED 3D F>7 4 v o h— R#ER (&/) 800 X 600 EF
T REREED SVCA RREEET A 74 74, 1024 X 768 LI L #i2)
Multisimm TER T 3 LAbVIEW XR— XD H R ¥ AsHAIZSE1ERLT S
&L, LabVIEW 8.2 LIENKETT,

NI Circuit Design Suite U U —X / — k 2 ni.com/jp



1 2R M=IVDFIF

NI Circuit Design Suite 10.0.1 DA > A =33, Xy T —CHAOE RS
AT (Multisim. Ultiboard. &£ Multisim MCU €2 a—JL) &4 >
Arh=ILLET,

T aFIA R YIVA L YIE NI Circuit Design Suite 4 > X b—Jb
THHIC, AW TWBIRTDT IV T -3 &2HUH I EaHELE
ER

AR M=ILRIZBIDHZREIRE LR Y. NI Circuit Design Suite @
A A M=)V T7OYF S AlE. <Program Files>¥National
Instruments¥Circuit Design Suite 10.0IC77AJ)ZEIE—LE

ER

1. NI Circuit Design Suite @ CD % CD-ROM RS A JIZHALE T,
CD OEHEEMPFR RS NENEEE. Windows DAY — kA
Za—DoETEERLT. CDMS setup.exe ZRITLET,

2. FAT7ATRY I ADFIBICHNET,

F7z. NI Circuit Design Suite 10.0.1 DA > X b—Z (3. BHFED

NI Circuit Design Suite 10.0 #/8—2 3 1001 17 v 75 L —RL&E
T, 79TV —RDA VR M=)ITIE 2= T77AINELVT—5D
AVR=—F Y M TFT—FR=RIREINET,

BROT7IT171
NI Circuit Design Suite DEGREZ R ICEITT D E BRDSAEZRAD
TOT 4 TIEROOENET,

@ *E NI Multisim MCU 2 2 =)L £{793I(21d. MUC EZ 2a—ILTIL—ThHhsd
JR—2 > bE Multisim B ICEB T 3. MUC ELa—ILTIIL—Th5
DAVR—2> ESE Multisim ZFE£ 7,

BNESA I RET VT4 7 LEMES. HRIFFME— FTERTS
N, TORUEGBERTIDEBRSA L RDT O T 4 TIPERSNE
¥ FHMEE— RIS HRESVIICETLALED»S 30 BEAEHTY.

V78I T7EEDT VT 4« ZALDFIEICDWNTOFME. NI Circuit
Design Suite 10.0.1 ffE®D [Activation Instructions for National
Instruments Productsl 8L T 7ZE 0,

© National Instruments Corporation 3 NI Circuit Design Suite U U —X / — k



EES h/-HRE
LabVIEW st o v A — k

NI Multisim 10.0.1 (&, LabVIEW 8.2x LIEDH TR E /= LabVIEW
HRIERZYR— b LE T, LabVIEW 8.0x £72(3 8.1.x TIERR S N/c&HAl
g(CDWTIE, LabVIEW 82x LIEZERA L THBEERT D2LENH Y
ER

NI Circuit Design Suite 10.0.1 O # R #EE
EEXh/i=nNy

N—23>2 1001 TEEEN//NTDY R MIDWTIE, <Program

Files>¥National Instruments¥Circuit Design Suite
10.0¥documentation ZFB L TS EE LN,

¢ Readme_eng.html Readme 7 7 A1) (RE&

* Readme_deu.html Readme 77 A /)L (KA VEE

* Readme_jpn.html Readme 77 A JL (BAZE

m b DR £ob/g- %
NI Circuit Design Suite 10.0.1 (. %&FE. P4 VE. £LTHARECO—
WA XENELI=, TIAINMTY 7 MO 7MERTSEEE. ~R
TLADOHIRRTEICL > TEAVET,

VIR TERTRIEEELERTSICIE. AT ay—=sO-NIE
BREEBERLT, —i&F 7 (Multisim) £/23—M&Es 7
(Uttbboard) #2Uw & L. EEROY T I AZ2—PEFELETS
SEEBIRL. 77V —2 3 EBREHLTSES,

Support and Upgrade Utility (SUU) (3. &EBE BA VEDHICAO—H
FARXENTNET,

SUUMMERT B EEEEET HICIE. Multisim 7213 Ultiboard TAJL
ToBEHERREERLTOUU ZEEIL. RERSIEZIVYILTE
BRAOYTIO U AZ 2 —PORBELEI A VEERERL., SUUZEH
EELET,

NI Circuit Design Suite U U —X / — k 4 ni.com/jp



LFO7A4ATAITA—HFAXENTWER A, BEDHTOERMNATEE

T9,

e SPICEXS—AXAvyt—2

¢ LabVIEW &HiIZF

* Nl Ultiboard LU NI Multisim ADR T Ly Ro—hkEa—DL
A1V —%

o Agilent 8LU Tektronix D X 2 L — b EIn/=5HBlzs

o« HUTNTFAI

o NIMultisimnMCU €2 a—J)L:V—RXT77AM4IV&. V—RT74ILH
DIA—R /A b BLUVARAZ /U AAYE=D

LTFORFaAY I EE. FMVE BLXUOBAXRBICO—HZMXE

NTHWET,

e MJY—=X/—H]

» NI Circuit Design Suite R4 — b7 v 754 Kl

NI Circuit Design Suite 10.0 DR #EE

2D RF 24> bTIE. NI Circuit Design Suite 10.0 D LU DR kRE
[CDWTERBALE T,

o WEAFRDIIRI U v IHR—

o IJR7IRFZVH

e MELAIVR=FVIETF—IR—XDOBEELVIE
o I N/=SPICE®T Vv U HkE

s MLELET—FHEL

o RbINIZMEITHEE

e MELAMCUEZ2-IDOTOISZI58LUVT77MIVER
*  Mentor Graphics PADS NDI o XAR— D1k

* [A_E L7 NI Uliboard DiRE & &E

o IVRR—bENET—IHBOLEZEA T 3>

o ZDfthDHERE

HERAVR—RRPDTORIVY v IHR-b
NI Multisim 100 TIE. YXOREFEAL T Ialb—2 3 PICHERD
VR—R NERET B ENTEET, AA v FES Uy s LTHYE
A%, F—/Xy FRIVETIRTAT, TLTRT VS 34— ED
AZAYAK—RY hOEERTA I N—THETEET, £, N0
FIA ACH—R— KEEBERGEL TRAT 5L TEET,

© National Instruments Corporation 5 NI Circuit Design Suite U U —X / — k



MR7 A9 2 b
WRT ARG v M. MERXIab—2a > hIC TEERXT Y THNE
FTED] VSIS HRELABALS Ial—2 3 VREEHELE
T TR MMEI a2 a ORREFATIHLEHIC, RIEL
BONTA—GBEZRELET. COT LV RGY MILUTONZA=4%
WELET.
(I E P

TMAX

RELTOL

RSHUNT

ITL1
Rk

GMIN

MELEAYR=FY FTF—IR-ADRAELVIE
NI Multisim 100 DAY R—R> bF—FX—R(2(F, Z<DEMER L
EHBYET. SRS, EEAMSTCLS 1000 BOHEI
K> b, —BEHSIal—> 3 VBR FRAK—SY—R U
5740 LCD., BEREBIAVKR-—KRZ DIV TV VHRIVEKRR. B
KUEHILK—2 > FOREASEENET,

FELBERICKBZFHHRAR—F b

NI Multisim 10.0 Tl3. Analog Devices. Texas Instruments. Linear
Technologies L EDNETIVEELHI 1000 BOFRI > R—K > b &
EFNTWET., InoOEMICE. 2RIV, BT, BLWIPCEES
YRRE=UHBEENTNET, AR—F 2 NI, EEEIES, L&
B/ BLUOBEEEETIDEENTNET,

—REBEHZab—2arvibam

NI Multisim 10.0 1213, [Switch-Mode Power Supply SPICE
Cookbookl (Christophe Basso &) [CEEEINDSITNTDEAN I 2
L= a OBBAOETIHNEENTNEYT., ChoDaVR—%>2 b
23 Ny, T—=X b Ny T7—X b BXKUEPWM I A—ZF
DHVEST, CNODETIVICIE. BELERE— FHIEITNA R, B&
VD LB ELPEENTNET,

NO ON N

N R=5Y=2R
FIRNAR=S/OULRY =X (2IE. BREBEDOHY —ADPESENTNE
ER

NI Circuit Design Suite U U —X / — k 6 ni.com/jp



9521499 LCD

557 4% LCD lE. NI Multisim &—#(C MCU EZ a2 —IILEBAT
5EHATEES. /574y ICDDAT Y R RT Al Toshiba
T6963C ICHEM L TWET, 574 v LCD I, 256 x256 E& &)LHE
BAREEEFE D 2BTNARTY, ZOTNARIE. TFRAMDH, &5
TAvoDHIH FELTTFRNEGS 74 v OBED I DDRIFE—R
#HR—MLET.

BEREIAVR-R DIV VRIVERTR
HES—MBLUOT7 Uy T 7Oy THREDEEREB I R— bOTIL
FeooararR—3 2 FRRICIWZAT, AVR—FX b TFT—FR=2X
[CHBIVAR—=R DTV RIVKRRDEEND LS IRV EL
e SNED T VRIVERRIZ. INEDTNA ZADEHHLUVEER
BEVERRLET,

BibEhE=ZHa Y R—FK2 b

EREICE B S N/iEHES. T v/ 5. AV O 5DEEBRETICE
BCTEDLDICHRVE LR oy SRR -V EEFBEDOZEO L R—
FUMCEIYHETRIENTEBRLSICHYE L, 2EXITEEREY
BRED, MERICGRINDAVR—R VA TICETREREDIV Y
THBIENTEET, AVR—F 2 MNOHFREIL. BEVFHALOBSLUE
BB CEPNICHIATESRZENTE, HREDERT LY R

o— NTiR&ET S EMAIEETT.

LIRIEREA VF O G ETIVTIE. T -8 — MEICEDWTA 504
DRMEEETDHLENTEET.

sit=h7= SPICE €7 Y T HitE

NI Multisim 10.0 TIE. SPICE ¥ 7RBEETIND/NZA =%, T8 —X
DYR— Dk, BLUVBSIM A4/ A -5 DY R— &5 SPICEE
T UBEPEEENE L

NS A—&{Eh/= SPICEETFN

NI Multisim @ SPICE X 2 BETIVDY TR S A > D/INT A -8 £ FEHE
FTHIENTEDLDICRYVELE, NTA—FDERFLUTORY T
ED

.subckt <subckt_name> <node_list> PARAMS: param name = value, ...

RIAETIDEDORDYIC/IATA—FRZEFERTHEDHTEET, /N
A= AF. ABRROIVR—F A TAOJTRETEET,

© National Instruments Corporation 7 NI Circuit Design Suite U U —X / — k



BESNETEY —RDOYR-F
T8V —R(E FAF— AV RDRR M YRV RESR— T B E
Sy ELE,

BSIMA NS A =9 DYR— b

NI Multisim 10.0 (£, MOSFET ET /L DIZEE BSIM 4 /S5 A —& EHR—
FLET., BSIM4 (L, RRKA0BEETD/NTA—FEYR—FLET,
BSIM 4 [ZD N T OB,
http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/bsimd .html &
BEEW,

MELETF—SHARIE
NI Multisim 10.0 Tl BHELPEROKRRTEDPKIBICKEENEL
oo SNBICIE RYTavoT7O-THEEDMIE. X2l —2 3%
DT Z7 70Dk L—EMERE. BRI K- SOPMEBRGEOR
TEERE. BR7O—TEEIZE. BLIUMCUDAEY &L PRI DRRE
BEDBIEDEENE T,

BltEhER9 T4y o 70—THEE

BEXhi- (R¥T4vo) 7O-7TI2, E#ERy ML THROTO-T
FEIRTEEICT 2BESNEEND LD (T Y F L7z, NI Multisim @
LBIDON—=2a>TlEd, IRXTOTO—THIS0 RERERELLTHNE
Liz. /=, 7O0—-70BESEFERALT. BHTRRTD M —R%F
BIRTBZLEHTEET,

Xab—=-2arVERGRICISTI7ZICMNL—R%E
EMNT S

BIFDRITERIC. V57 7RRICMLV—XZEBIIL T, NI Multisim 7%
MTBT—IDIATEBIRTDHIENTEET,

EREONMFHERTT S
EBEICF v /5 BLUA VS0 5 DOUBEMERTT BHES HER
REBZEHTEET,

BR7A—7E
ER7O—TJ5A%8%E, A OX - (CEETA3EBOERIO—T70
RBRRTYT. 7O-7D—mzEKERORy MIEHL. HOI—FH DR
EALORDA—TDANICERLET, STHBICRREINDZTORTEE
EDLLERAEZRETHENTEET, BANAORI—TFTRILEDE
FTHDHEITEELTLESLY,

NI Circuit Design Suite U U —X / — k 8 ni.com/jp


http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/bsim4.html
http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/bsim4.html

b S h-finine

NI Multisim 10.0 Tl BTORTAISRICK Y Z< OHAEFMET S

EMAIBEICARV E L, BXDEEFUTOLDICHRUET,

1. avgX) — NI ML X D%ENF

2. avg(X, d) — R hL X/d DBENT

3. envmax(X,n) — X& ML X D EATHEEE. Z2Tnld ®ESHh
BE—VELVNSNVBLEDHDE—DBEBIDORA > MK

4, envmin(X,n) — N ML X DTHEHEEE. CZTnld ®wESN

BE—VELUNSVWREDHDZE—IDOWBIORAL > MY

grpdelay(X) — #ERPWEMD X DF ) — BT

rms(X) — N ;)L X D#%E) RMS F15

Ba X)) — NI ML X OBENES

sgnX) — RHOFEE/-ZL 5 F A, BOKEL-. £OX0. E
DEIEZ 1,

MCU E2a—- VDt Eh/=ERBYR—FELV 771 IER
MCU €2 a2—Jl (IB& MUltiMCU) O787 v i a FILARDFEFEIC/
UELE, SOE a2a—ME. 7ETUEZBOMICC I—KREHR—
FLTWET., BHOT7 7ML EFERBLTCERFTY/o03 A—=5D
BEEEETAIENARBEAI—RIR—vyEEN AVYYT7AMI)
RIATSVEFRATEET, B THALTOENIENAFTY T 7 (I E
O—RL. #7€2774+—<y bTHRRTBEHTEET,

si{k Z 7= Mentor Graphics PADS AD I RXKR— b

NI Multisim DRI % Mentor Graphics PADS [CT 2 R/R— M TE &
T, TVRR=FEIN/E=Ry FUR ST 74)LIE. Mentor Graphics D
ARICEDEE T, NI Multisim D& I R—% > MZIZ SAAS > KX
F—UMEENTNET., ZhlE. v bEYIIT 52 EA<ERETE,
PADS TEIARZS Y R/ — & —EBIRTEDLVDEKTT, BHED
PADS T R/8% —>2% NIMultisim O3 iR—x> MIxy T35 &
HTEET.

m.E U7 NI Utiboard OEEERE

NI Ultiboard 10.0 Tld. FL—REEREDOR LS IULR I —FKR—=)LD

HoOEDEIREEEL L, HROBRENALELELE, TVRR—-MENE
Gerber 774V TlE ZBEOEYA V2L ENTEERA, T
RIg—>DREMEICE. PoRIVDSICEYTUMODEYTYE
VO, FLTT—IR=RADT Y KRR = DEREL VYA IADEEN
T, IRNTOFRS > Ry — (3, IPCEECERLTNET,

® N o o

© National Instruments Corporation 9 NI Circuit Design Suite U U —X / — k



THORAR=bENET—SHBEOLEAT 3>

T Dfth DHkkE

5 E DR

NI Multisim 75 LVM £7212 TDM 7 7 A L2 EDD NI T—4 7+ —

Ry MIoIalb—raryF—952ITHRKR— T BE ESICRELH
BlEEBIRT A ENTEE T, £/ NI Multisim ODHREBTRIT=NB

NI LabVIEW R—XDsHAIZEIC> I 2L —2 3y TF— 9 E2FETIDILE
BAEN2@EREE2HETE2LbTEET. BREEICIIUTIEENT.

o &

o RFFEM

o RTSA WM

R IEME NI ZDMOEEED—ERIZ, Unicode XFNDHR— bEHK
UNA A P=ILELVSA L RERDBHY ET,

Unicode X

NI Circuit Design Suite 10.0 D3 X TOE & (L. Unicode XF& HHR—
FIBHEIICIEYUELE, COMEEICKY. FUILBLUBTTERED
TV hEEHRTERATESLSICHRVELL,

NI R P=NELVSM o REH

NI Circuit Design Suite DI XTOHERE, FaFILA R IILAY
DIVT7EIT7EA VA M—NBROT T 4« TILOBELEDFIEIZHK ST
WET, VI bDTEA Y -2y bTEBNICT VT4 71k (&
DxT7T7S0Y. BE EA-NTFEHRTT VT4 LT B EDATRET
ER

LIFiZ. Multisim X—X. B%. L0 7A7 v aFILRTHIAT
EZDEERF v SF v EEO—ETT.

707zy

13 R—2RhR | AR | > 3FIVER
h X5 <A XA[REZR: GUI X X X
E— R REBBRDEE & BLiF X X X
BRRELOTVVERE X X X
I—Y¥EFEET4—IE X X X
R ARNIT A4S X X X
BHE)/ FEIBCAR X X X

NI Circuit Design Suite U U —X / — k 10 ni.com/jp



e

%
N
&

7O7zxy
BRI | > atIViR

/ — RRICKBRIBE R

>

BIR7E B BRI Z BAE

MBBENDS/NN—NVT 5

B|HOVR—F% > bO—HEEH

INAND )V

702U MEEEEE

CEE

ILF L — bR

By /T—>3r

BRI A~

BERIN—INFTvo

ZAMNTOYIIT4H

TAD—=R /N7 /) T—
>vary

XXX X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
XXX X|X|X|X|X|X|X|X|X|X
XXX X|X|X|X|X|[X|X|X]|X

Mentor PADS LA 7D bAD
IH XK=

>
>
>

LRz

N7 2 b HR=b

A7y Ry —bh&RR

FRET Y

BEIREGRD X — A

Ey /5= 2Ty

HhR& <A XTA[gEA BOM

TR AR— b

Ultilboard o Ox7O—7

ERC RO—78%E

REHE DI —2

F—HR—ADA K~} /T
O AR—k

XIX | X[ X|X|[X]|X|X|[X]|X|X]|X

AUR—RY R F— s AR

— | - 28

© National Instruments Corporation n

NI Circuit Design Suite YU —X ./ —




LIFIE. Mullisim X—X, B%., 707z v 3 FILRTHRATE M
BRRMEED—ETT .

707zxy

e ~N—Rhk | FAFEMR v aFIViR
MERIalL—% X X X
543y s XE—RAD Y X X X
Talb—r3r
1E#E SPICE 3X5/XSPICE
BlEENE=EFTILYR—H X
PSPICETIN>Zal—23 X
\/ *
HE/BEMN —RKAZ X X X
XAl =3 T RNNaY X X X
INRT S RY > b X X X
RAB, WEEX. BEBS X X X
EARDI IR Y v o X X X
YR—k
BEZO-—7 X X X
aAvR=—F b4 =R X X X
NAIET—4 774V —R X X X
NIBAETF—9 774 ITIR X X X
R—k
HHRELUVY—RELTD X X
NI LabVIEW VI
T Xal—ra3rryOurA X X
y1%
oz X
R R DE
TZ7 7HEREDRL—RD X
B0
ERIAVR—F b
AVR=—R2 MAOHEDRE
A
EEEIEES D« — R
555 4 < 4 H— R

NI Circuit Design Suite U U —X / — k 12 ni.com/jp



7a72zxy

s NR—2RhR | BIFRR > aFIViR
TANI T4 =R X
CE7 VT4 H—R X
EFTIVER X
SMPS (41 vFE— RER) X
HeFm
RFE&ETE 2 —IL
FARRA=T
Ca—kREFTUVY
ARG ZR 4 15 22
R 15 19
I alb—bhEni Agilent 0 1 3
FHillEs
2 1 b— hE N7z Tekironix 0 0 T
Rk
Multisim MCU €2 2 —Jb TRAY | TRA 7 RAY

Vs

* PSPICE X &4 K— FLEtA

LIF(&, Ultiboard MBS LN TOT7 vy > 3 FIVRTHRATES LA
7 MMEBED—ETY,

707zxy

HaRE ¥ aFIViR

=
&
&

Iy FURFERRE X

BRMRECE DR LIR(T

b —REEDHRLIET

DT7NEA LRy YRR b

BEW7Z A A

DT7INE A LEmEEHR (ERUEUBEER)

F—TA2 | F=TT7 U hEE

TAT—R N T/ F—ay

U7 L&A L DRC

X XXX X|X|X|X|X|X
XX | X | X X|X|X|X]|X

IS —~DH%E

© National Instruments Corporation 13 NI Circuit Design Suite U U —X / — k



7a02zxy

HRE BARAR | > aFIViR
A LAY —BLUT F/ A= bILDHEEE X X
msyy R X
HRY A XAIREIE L A ¥ —&RR X
NID—=TL—2D5RE X
AFENET Yy R TV U= R X
m_ELTY 2 bgERTE 3D REL X
SEEFRRE—-R X
Gerber. DXF. IPC-D-356A. SVG H7 X
PCBELUZ Y By =D& X
T—INR—RIRX—L v D% X
A-HT7/F—a> X
ry Ty X

EEER— FROD 3D HEL
BIRULERY DT v YRR D OFF #EE
To/A2774)&0—FLULTRE
Multisim & Ox7O—7

N7 2 R HR=k

AVKR—V bEREBS—T Y
EFlcarR—x bERE
IARTOAVR—2 > MEEEDRYEL
W=2N=DT7 >4 *> &ERE
PCB#it& 1 R—%> & LTRRE
KAT I =Tk

Er/5—bRDY T

Ty RURER< >
EREIHIEREN L A 7 D b

wHER

v b hROD—DEIRE
Equispace kL —ZXHR— K
=BV E—F U RFE

XIX|IX|X|IX|IX|X|X|[X|X|X[X[X[X[|X|X[X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X]|X]|X<

NI Circuit Design Suite U U —X / — k 14 ni.com/jp



© National Instruments Corporation 15

707zxy

e BRIR | > aFIViR
%S A B X
A oAE7 X
TARRA Y MEA X
BE 7«7 ROy X
Exvo bL—XYR—b X
BE v /MEA X
RO E— / EROESHEE X
ATV —R7y b T MRE X
et CAD X
3D 1% 3D IGES. DXF 7+—< v hTI X
o AKR—k
HELAR— b X
FRARRA D FLR= b X
HR—hENTWBE U 1400 | #IRRZRL
ATy R — &R ﬁgﬁ 28

LUF(E, Ultiboard RS LU TO 7 v a FILRTHIATE 2 B8R

BREMED—ETY,

HanE

B SRE AR

Aa7zy
¥ aFIViR

BEE

X

Ey /7= rRDy T

TEHRY A XA[RED R MRE

A0y L TREBHRE

MEEI B BIRRERTE

HIBRENR IR B E

F—TAY T T R

FHIEE: J0R—%x2 b E7. FL—X

E;j]7|:|/0:\‘--\—;/(’:/a§ij; .

SMD 25—-U>s

X|IX|X|X|X|X|X|X|X|X

XX | X[ X|X|X]|X]|X]|X

NI Circuit Design Suite YU —X ./ —




7O72zxy

HRE PFERR | >~ aFIVR
Fv b=V R X X
BEIT X bARA > MEA X
N2 S AT AL P2/ X
L¥BGATZ 77Uk X
ROV &8, T42—Fz—>. R¥— X
R E DBEER T X
BRID R b DERRE X
HENNRREEERTE X
EENTRBHRE X
I —7aPEE X
I — 7 BBRIEE X
RiEft X
E > ESHIR 1,400 | #HIFRAL
LAY —DRAH 4 64

FF+arrb

NI Circuit Design Suite 10.0.1 IZ(. U 7 7 L R EBBERIE L VETF
DY —RESUTEEBREFa AV My MIESENTNET,

LTOEMRBLVEFY V—REFAWNCEITET,
» [NI Circuit Design Suite RF — r7 v FHA K]

LUTOEFVY—RIEPDF 77 A INTITHIAWELEITET,

o [Multisim User Guidel

e [Multisim Component Reference Guidel

e [Multisim MCU Module User Guidel
» [Ultiboard User Guidel

A—YHARICT I ERTBICE. RE—=bF2>FTRTOTATIS L~
National Instruments — Circuit Design Suite 10.0 - Documentation

ZERLT, SRIDT77 MV EBERLET.

NI Circuit Design Suite Y U —X ./ — 16

ni.com/jp



UTOASAANTT7AIE A VA S=IVERHDI T DT TD
ANNTAZ2— ZELTRI— M AZa—DPOLIENVEITET.

e TMultisim Professional Edition Help Filel

e [Ultiboard Help Filel

NVTT77ANICTOERTBICE. RI=F>FTRTOTAYIS L~
National Instruments — Circuit Design Suite 10.0 > Documentation
ZERLT, BRIDT7AIIVEBERLET,

LUFDASAANNTT7 4G A VAR=IVEHDI T RTT7D
ANNWNTAZ2—DETBWEEITET,

¢ [Component Reference Professional Edition Help Filel
e [Multisim Symbol Editor Help Filel
e TMultisim Title Block Editor Help Filel

7vTTr— héth#:}/h

HEON—23 21000V )=/ —FE. /N—=2 321001 TlE
3y EFE (HEFE. FAMVE. BASH) [ChRUELE,

e [NI Circuit Design Suite 7\57 N7y 7HARL &, N=2a»
1001 T3 EFEICHEUELE.

ZEDMRDA—FHA RBLUNIVT 7 7 A IVIREBEOHTOFAELRY E
ER

NI Multisim ICBIT A AE

SEOROY IO AZa—F. BERESYA 70RO R
DINRYTPo—RI TIZBHLE L, EBEEET HHE(T.

NI Multisim B8 LT, IXTOY A TATRyY o RITHIRBE
PRBENBELDICLET,

e NI Multisim QLIRIO/N—2 3 > TRELZBEEDI—REFTIVICD
WTIE 1000 &E—EITA VA =LA O IN—RT7 74V TH
EIVNRANTELENHYET, I—KREFTY CIOFHEMICDNT
. AT 774N ESBLTLESN,

e NI Multisim 10.0.1 (£, LabVIEW 8.2.x LD A THERR S 7=
LabVIEW &HBIg§Z 9 7R— b LEJ . LabVIEW 8.0x £7=14 8.1x Tk
BRENZFHRIZRIC DV TIE. LabVIEW 82.x LIEZ(FER L CTBEER
THVENRHUET,

© National Instruments Corporation 17 NI Circuit Design Suite U U —X / — k



NI Ultiboard ICB83 % A E
SEOROY TSI I AZa—I3. BERESAT7O5KY I ZAD/
RITMOE—REBEY TILBELE L=, SEEEET I 55T,

NI Ultlboard #Bi#281L T, 3 XTDY A 7 HI Ry I RICHIRFK
ENRMENDLDICLET,

o IRVR—bMFATOTRYIRMDET I EREINT= IPC-D-356A
vy bMURX B 3DIGES. NC RU L, BLXUVRT—FTILNT ML
T4 9 0ADT77AIFERIZ. 774 ILET ASCIl LIS DILF
EHR—FLEHA, TRIR—bEI U v LEBICRRINDR
BYA 707Ky 0 AT Unicode XF&E 77 A INRAICAHT B L.
T77A4NVEAD T 7 AINELXEERENTNEEBMTHAYE—D
MERRSINET, TOEEWHRI DL, 77 MNP —BOVT7 I
7 TREMEWD., FEEEEHWEBETIAEEIHVET, 77 MIL%E
BRETIMCEBRMEDH D77 AN RBEFERTDIEEHELET,

s BUHIONTA4FATOIRYIRADBMESY T TIE. SA4 742k
F=EWindows 74> FOWTNNEZEIRT B ENTEET,
Windows 7 #+ > b &EIRT 2543, PELAXFEET Unicode
T2 bhEBEIRTHIEEMHERL T2, ER U= Windows
T4 FTHATERVWXFL. BAETRRINET,

National Instruments. NI, ni.com. &k LabVIEW (& National Instruments Corporation
CREF > a7 YR VIV A Ut) OBETY, National Instruments OERD IS DL T,
ni.com/legal @ [MermsofUsel o a2 % ,;,ﬂ”b’C< I, AXERCERHASN/A-TOMD
HURESLULERE, ThETNOLEDEZE/L(IWMSTT, National InsTrumenTs @Luu’&{%’g

THRFICONTE V7 hﬁx?l_ainnxéﬁﬁ\%ﬂ} (NVTRFFIER). CD IC
patents.txt 774 ). E7/ldni.com/patents MIHE, ZHTBH)Y— Zb\bﬁﬂ”

FENTND
LTLEE,

© 2006-2007 National Instruments Corporation. All rights reserved, 374478B-01 JunQ7



	NI Circuit Design Suite Professional Edition Release Notes
	Contents
	Installing NI Circuit Design Suite 10.0.1
	Minimum System Requirements
	Installation Instructions
	Product Activation

	Changes in Functionality
	LabVIEW Instruments Support

	What’s New in NI Circuit Design Suite 10.0.1
	Bug Fixes
	Localization

	What’s New in NI Circuit Design Suite 10.0
	Mouse-Click Support for Interactive Components
	Convergence Assistant
	Increased Quality and Breadth of the Component Database
	New Components from Leading Manufacturers
	Generic Power Simulation Parts
	Bipolar Sources
	Graphical LCD
	Single Symbol Representations of Standard Logic Components
	Enhancements to Passive Components

	Extended SPICE Modeling Capabilities
	Parameterized SPICE models
	Improved Support of Behavioral Sources
	Support for BSIM 4 Parameters

	Enhanced Data Visualization
	Advanced Functionality of Static Probes
	Add Traces to Grapher after Running Analyses
	Display Initial Conditions on the Schematic
	Current Probe Instrument

	Enhanced Analysis Capabilities
	Extended Language Support and File Management in the MCU Module
	Improved Export to Mentor Graphics PADS®
	Improvements to Speed and Quality of NI Ultiboard
	Advanced Options for Exported Data Interpolation
	Miscellaneous Features
	Unicode Characters
	NI Installation and License Management


	Product Tier Details
	Documentation
	Documentation Updates
	NI Multisim Documentation Notes
	NI Ultiboard Documentation Notes



	NI Circuit Design Suite VERSIONSHINWEISE ZUR PROFESSIONAL EDITION
	Inhaltsverzeichnis
	Installieren der NI Circuit Design Suite 10.0.1
	Minimale Systemanforderungen
	Installationsanweisungen
	Produktaktivierung

	Änderungen an den Programmfunktionen
	Unterstützung von LabVIEW-Instrumenten

	Neue Funktionen der NI Circuit Design Suite 10.0.1
	Behobene Probleme
	Lokalisierung

	Neue Funktionen der NI Circuit Design Suite 10.0
	Bedienung von Bauteilen per Mausklick
	Konvergenzassistent
	Erhöhte Qualität und erweiterter Umfang der Bauelement-Datenbank
	Neue Bauelemente führender Hersteller
	Generische Bauteile zur Leistungssimulation
	Bipolare Quellen
	Grafische LCD-Anzeige
	Darstellung der einzelnen Symbole logischer Standardbauelemente
	Verbesserungen passiver Bauelemente

	Verbesserte SPICE-Modellierung
	Parameterisierte SPICE-Modelle
	Verbesserte Unterstützung von Funktionen für Verhaltensursachen
	Unterstützung für BSIM 4-Parameter

	Verbesserte Datenvisualisierung
	Größerer Funktionsumfang statischer Tastköpfe
	Hinzufügen von Leiterbahnen zu Diagrammen nach Analysen
	Anzeige von Anfangszuständen auf der Schaltung
	Strom-Abtastkopf

	Erweiterte Analysefunktionen
	Erweiterte(s) Sprachunterstützung und Dateimanagement im MCU-Modul
	Verbesserter Export in Mentor Graphics PADS®
	Verbesserungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Qualität von NI-Ultiboard
	Erweiterte Optionen für die Interpolation exportierter Daten
	Verschiedene Programmfunktionen
	Unicode-Zeichen
	NI Installation und Lizenzmanagement


	Hinweise zu dieser Ausgabe
	Dokumentation
	Aktualisierung der Dokumentation
	Hinweise zur Dokumentation für NI Multisim
	Hinweise zur Dokumentation für NI Ultiboard



	NI Circuit Design Suite リリースノート
	目次
	NI Circuit Design Suite 10.0.1をインストールする
	最小システム要件
	インストールの手順
	製品のアクティブ化

	変更された機能
	LabVIEW計測器のサポート

	NI Circuit Design Suite 10.0.1の新規機能
	修正されたバグ
	ローカリゼーション

	NI Circuit Design Suite 10.0の新規機能
	対話式コンポーネントのマウスクリックサポート
	収束アシスタント
	向上したコンポーネントデータベースの品質および幅
	主要な製造元による新規コンポーネント
	一般電力シミュレーション部品
	バイポーラソース
	グラフィックLCD
	標準論理コンポーネントのシングルシンボル表示
	強化された受動コンポーネント

	強化されたSPICEモデリング機能
	パラメータ化されたSPICEモデル
	強化された行動ソースのサポート
	BSIM 4パラメータのサポート

	向上したデータ視覚化
	強化されたスタティックプローブ機能
	シミュレーション実行後にグラファにトレースを 追加する
	回路図の初期条件を表示する
	電流プローブ計測器

	強化された解析機能
	MCUモジュールの強化された言語サポートおよびファイル管理
	強化されたMentor Graphics PADSへのエクスポート
	向上したNI Ultiboardの速度と品質
	エクスポートされたデータ補間の上級オプション
	その他の機能
	Unicode文字
	NIインストールおよびラインセンス管理


	製品層の詳細
	ドキュメント
	アップデートされたドキュメント
	NI Multisimに関するメモ
	NI Ultiboardに関するメモ






